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TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

SP0501BACT
The product is a silicon P/N structure tailored for ESD protection and is
offered in the standard EIA 0402 size. The single channel Chip Scale
device is used to help protect sensitive digital or analog input circuits on
data, signal, or control lines with voltage levels up to 5VDC. The bipolar
device is ideal for protection where AC signals are present.
The state-of-the-art device is designed to suppress ESD and other 
transient over-voltage events to meet the International Electrotechnical
Compatability (EMC transient immunity stantards  IEC 61000-4-2 for
Electrosatic Discharge Requirements). The monolithic silicon device is
comprised of specially designed structures for transient voltage suppres-
sion (TVS). The size and shape of these structures has been tailored
for transient protection. The low capacitance and clamp voltage are ideal
for high speed signal line protection.

Ordering Information

Schematic

Features
• Single channel suppressor in an EIA 0402 device size

• ESD Capability 

- IEC 61000-4-2, Direct Discharge .................................30kV (Level 4)

- IEC 61000-4-2, Air Discharge ......................................30kV (Level 4)

- MIL STD 883D (Method 3015.7).................................................30kV

• Signal line protection for applications up to 5VDC

• Fast response time .........................................................................< 1ns

• Low input capacitance .........................................................30pF Typical

• Low clamp voltage (8kV test) ................................................13V Typical

• Low input leakage ....................................................1nA @ 3.3V Typical

• Operating temperature range ............................................-40°C to 85°C

Applications
• Cell phone handsets 

• Personal Digital Assistants (PDA)

• Portable handheld equipment (Laptop, Palmtop computers)

• Computer port, keyboard (USB1.1) 

• Set-Top Box (Audio and Video ports)

• PCMCIA cards
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Part Number 

SP0501BACT

Quantity Per
Reel

3500

Package Size
mils (mm)

40x20 (1x 0.5)
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SP0501BACT

TVS Diode Arrays
TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

Electrical Specifications TA = 25°C Unless Otherwise Specified

PARAMETER

Reverse Standoff Voltage

Reverse Standoff Leakage Current

Signal Clamp Voltage

Positive

Negative

Clamp Voltage during ESD

MIL-STD 833D (Method 3015.7)

ESD Test Level

IEC-61000-4-2, Contact discharge

MIL-STD-883D Method 3015 (HBM)

Capacitance

Turn on/off Time

Temperature Range

Operating

Storage

TEST CONDITIONS

I = 10µA

V = 5.5V

I = 10mA

I = 10mA

8kV

5V @ 1Mhz

MIN

±5.9

6.0

-9.2

30

30

-40

-65

MAX

-

100

9.2

- 6.0

85

150

UNITS

V

µA

V

V

V

V

kV

kV

pF

ns

°C

°C

TYPICAL

-

1

7.5

- 7.5

13

30

<1
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40
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0 1 5432

Voltage Across Device (V)

0.076
(.003")

0.15 (.006")

0.36
(.014")

0.076 (.003")

1.0 (.04")

0.5 (.02")

0.36 (.014")
0.076 (.003")

NOTE** Metal Bump: 63/37 (Sn/Pb) alloy

Outline DrawingTypical Device Capacitance vs. Voltage
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TVS Avalanche Diode in a Chip Scale Package

SP0501BACT

Printed Circuit Board Recommendations

Pad Size in PCB 14 x 6 mils (0.356 x 0.152mm)

Pad Shape Rectangle

Pad Definition Non Solder Mask Defined Pads  (NSMD)

Solder Mask Opening 18 x 10 mils (0.457 x 0.254mm)

Solder Stencil Thickness 6 mils (0.152mm)

Solder Stencil Aperture Opening 14 x 6 mils (0356 x 0.152mm)

Solder Flux Ratio 50/50

Solder Paste Type No Clean

Board Trace Finish Organic Solderable Preservative (OSP) 
(Enteck: Cu Plus 106A)

28 mils

14 mils 18 mils

10 mils

2 mils

Solder stencil
opening/PCB land

Solder Mask
Opening

6 mils

2 mils

TVS Diode Arrays
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Typical Solder Reflow Thermal Profile (No-Clean Flux)

0 48 97

Time (s)

145 194 242 290 339 387 435
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

